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(56) Ermittelter Stand der Technik: 
siehe Folgeseiten

(54) Bezeichnung: Elektrodenverbindungsstruktur und Leiterrahmen

(57) Hauptanspruch: Elektrodenverbindungsstruktur,
in der eine Elektrode einer elektronischen Vorrichtung und/ 
oder eine Substratelektrode durch Plattierungsverbindun-
gen mit einem Leiter (11) eines Leiterrahmens (10) verbun-
den sind, wobei
mehrere langgestreckte Leiter (11) in dem Leiterrahmen 
(10) parallel angeordnet sind und eine Oberfläche einer 
Längsseite jedes Leiters (11), die sich in Längsrichtung 
des Leiters (11) erstreckt, durch Plattierungsverbindungen 
mit der Elektrode der elektronischen Vorrichtung und/oder 
mit der Substratelektrode verbunden ist, und
in einem ersten Verbindungsbereich eine erste Verbin-
dungsfläche (13) der Elektrode der elektronischen Vorrich-
tung und/oder der Substratelektrode gebildet ist, wobei die 
erste Verbindungsfläche (13) mit den Leitern (11) verbun-
den ist, und jeweils eine zweite Verbindungsfläche (14) in 
der Oberfläche der Längsseite jedes Leiters (11) gebildet 
ist wobei jede zweite Verbindungsfläche (14) mit der ersten 
Verbindungsfläche (13) verbunden ist,
wobei jeweils die zweite Verbindungsfläche (14) einen sich 
in der Längsrichtung des Leiters (11) erstreckenden, vor-
stehenden Abschnitt umfasst, der als Kantenabschnitt 
(15, 15a, 15b) bezeichnet ist, wobei der Kantenabschnitt 
(15, 15a, 15b) mit der ersten Verbindungsfläche (13) in 
Kontakt steht, und
wobei ein erster Abstand zwischen der ersten Verbin-
dungsfläche (13) und jeweils der zweiten Verbindungsflä-
che (14) von dem Kantenabschnitt (15, 15a, 15b) der zwei-

ten Verbindungsfläche (14), in Richtung eines 
Außenabschnitts (16, 16a, 16b) am Ende der zweiten Ver-
bindungsfläche (14) kontinuierlich zunimmt.
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